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(57) Hauptanspruch: Chipkarte mit einem Kartenkorper

(11), mindestens einer darin angeordneten Ausnehmung 4;q ~ 74’ fffq
(12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls PR
(16) mit Modulanschliissen (17) im Randbereich (16a) des ;fzi, §
Chipmoduls (16) und einem in den Kartenkdrper (11) einge- -
betteten leitfahigen Strukturkérper mit Korperkontaktan- n 3 I .
schlissen (13), insbesondere einer Antenne mit Antennen- 13 12 ( (Z%(_
anschlissen, die unterhalb des Randbereichs (16a) des

Chipmoduls (16) angeordnet sind, wobei bei eingebautem

Chipmodul (16) zwischen den Modulanschlissen (17) ei-

nerseits und den Koérperkontaktanschlissen (13) ander-

seits Klebstoffteile (14) aus leitfahigem Material unter

Druckbeaufschlagung zur Herstellung eines Kontakts zwi-

schen den Anschliissen (13, 17) angeordnet sind, dadurch

gekennzeichnet, dass die Klebstoffteile (14) aus elasti-

schem Material innerhalb von Aussparungen (15) des Kar-

tenkérpers (11) derart punktweise aufgetragen sind, dass

sie im ausgeharteten und nicht ausgeharteten Zustand vor

der Druckbeaufschlagung die Aussparungen (15) in Chip-

kartenlangs- und Chipkartenbreitenrichtung nicht ausfiillen

und nach der Druckbeaufschlagung nahezu vollstandig

ausfiillen und in Chipkartenhéhenrichtung um 0,05 - 0,15

mm Ubersteigen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Chipkarte sowie
ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Chip-
karte mit einem Kartenkdrper und mindestens einer
darin angeordneten Ausnehmung zur Aufnahme min-
destens eines Chipmoduls mit Modulanschlissen im
Randbereich des Chipmoduls und einem in dem Kar-
tenkorper eingebetteten leitfahigen Strukturkérper
mit Kérperkontaktanschlissen, insbersondere einer
Antenne mit Antennenanschlissen, die unterhalb
des Randbereichs des Chipmoduls angeordnet sind,
gemal den Oberbegriffen der Patentanspriiche 1
und 5.

[0002] Derartige Chipkarten sind in der Regel als
Kreditkarten, Bankkarten, elektronische Borsen usw.
ausgebildet und dienen zur bargeldlosen Abwicklung
von Transaktionen, wie beispielsweise zum Entrich-
ten eines Beférderungsentgelts im Personennahver-
kehr oder zum Bezahlen eines Kaufpreises flr eine
Ware oder Dienstleistung. Weiterhin kann eine derar-
tige Chipkarte auch als Ausweis fiir eine beriihrungs-
lose Zugangskontrolle eingesetzt werden.

[0003] Ublicherweise weisen Chipkarten eine Aus-
nehmung zur Aufnahme eines Chipmoduls auf, wel-
ches einen integrierten Schaltkreis zur Speicherung,
Verarbeitung und/oder Erkennung von Informatio-
nen, die mit einer Vorrichtung ausgetauscht werden,
beinhaltet, wobei Chipkarte entweder in die Vorrich-
tung eingeflhrt oder dieser nahe gebracht wird.

[0004] Zudem beinhalten kontaktlose Chipkarten fir
eine Energie- und Datenlbertragung mit relativ nied-
rigen Frequenzen Antennen, die in der Regel in den
Kartenkorper einlaminiert sind und deren Antennen-
anschlisse mit Modulanschliissen des eingesetzten
Chipmoduls elektrisch verbunden sein mussen.

Stand der Technik

[0005] Herkdmmlicherweise gibt es zwei haufig ver-
wendete Verfahren fur die Herstellung leitender Kon-
takte zwischen Modulanschlissen und darunter lie-
genden Antennenanschlissen bei Herstellungsver-
fahren von Dual Interface Karten. Bei dem so ge-
nannten ACF-Verfahren wir eine elektrische Verbin-
dung zwischen modulunterseitig angeordneten Kon-
taktanschliissen und darunter angeordneten seitlich
vorstehenden Antennenanschlissen ein Heil3- oder
Schmelzkleber mit darin angeordneten leitfahigen
Partikeln angeordnet, in denen der Klebstoff auf eine
Oberflache des Kartenkdrpers im Bereich der Aus-
nehmung, in welche das Chipmodul eingesetzt wird,
aufgetragen wird. Die leitfahigen Partikel erzeugen
nach dem Einbau des Chipmoduls einen elektrischen
Kontakt zwischen den Modulanschliissen und den
darunter liegenden Antennenanschlissen. Hierfur
wird der Heil3- oder Schmelzkleber nach seinem Auf-
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tragen und nach dem Einbau des Chipmoduls unter
Berlcksichtigung bestimmter Werte fir die Parame-
ter Temperatur, Druck und Zeitdauer erwarmt und
ausgehartet. Ein derartiges Verfahren wird beispiels-
weise in der DE 197 09 985 A1 gezeigt.

[0006] Derartige ausgehartete Heil3- und Schmelz-
klebern, die zugleich eine mechanische Verbindung
zwischen Chipmodul und Kartenkdrper erzeugen,
haben bei einer haufigen Biegebeanspruchung ein
Lésen der elektrischen Verbindungen aufgrund der
plastischen und elastischen Verformungseigenschaf-
ten der Heil3- und Schmelzkleber zur Folge. Hier-
durch entsteht eine elektronisch unzuverlassige Ver-
bindung in der Chipkarte, die beispielsweise vom Typ
Dual-Interface ist.

[0007] Aus DE 197 47 388 C1 ist ein weiteres Ver-
fahren zur elektrischen Verbindung von Antennen-
und Chipmodulanschlissen mittels eines leitfahigen,
flissigen Klebstoffes bekannt. In einer fiir die Aufnah-
me des Chipmoduls vorgesehen Ausnehmung (Kavi-
tat) innerhalb des Kartenkorpers wird von einer flr
das Aufkleben des Chipmoduls vorgesehene rand-
seitige Klebeflache mindestens eine Bohrung zu den
darunter liegenden Antennenanschliissen gefertigt,
um in diese einen leitfahigen flussigen Klebstoff do-
siert einzufuhren. Nach einer derartigen Dosierung
wird unmittelbar darauf das Chipmodul mit einem auf
die Klebeflache aufgetragenen Klebstoff eingesetzt.
Der Klebstoff wird bei einer vorbestimmten Tempera-
tur durch Warmeinwirkung oder bei Verwendung von
zweikomponentigen Klebstoffen durch exotherme
Reaktionen ausgehartet. Aufgrund seiner steifen und
harten Eigenschaften sowie unterschiedlicher Haf-
tungseigenschaften bezliglich der zu verbindenden
Teile weisen derartige Klebstoffe bei haufig auftreten-
den dynamischen Belastungen, wie Sie durch fal-
sches Einschieben der Chipkarte in einen Geldauto-
maten oder durch Aufbewahren der Chipkarten in an
sich flexibel gestalteten Portemonnaies auftreten
kénnen, haufig Kohasions- und/oder Adhéasionsbri-
che im Klebstoff durch Uberdehnungs- und Ermi-
dungserscheinungen auf.

[0008] Aus DE 197 49 650 C2 zeigt ein Verfahren
zum Herstellen einer elektrischen Verbindung eines
in einer Kavitat eines Kartenkdrpers einer Chipkarte
eingesetzten, elektronische Komponenten aufwei-
senden Moduls. In den Kartenkdrper werden im Be-
reich der Kontakte fiir die Antennenschicht oder An-
tennenspule mindestens eine Ausnehmung je Kon-
takt eingebracht, wobei die Ausnehmung eine im Ver-
haltnis zum Kartenkoérper grofe Tiefe aufweist und
zum seitlichen Fixieren eines elastische Eigenschaf-
ten aufweisenden Kontaktelementes, insbesondere
einer Schraubendruckfeder, dergestalt dient, dass
die Enden des Kontaktelementes die Kontaktflache
fur die Antennenschicht oder -spule einerseits und
die Gegenkontaktflichen des Moduls andererseits
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berthren. Die Schraubendruckfeder kann auch als
elastischer Kunststoffkérper ausgebildet sein. Ein
derartiges vorgefertigtes Kontaktelement muss vor
dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung ein-
gefligt werden. Eine solche positionsgenaue Einfi-
gung eines Festkorpers reduziert den Durchsatz ei-
ner chipkartenherstellenden Maschine aufgrund des
zeitintensiven Einsetzvorganges. Zudem vermeiden
derartige Festkorper nicht die Kurz- und Langzeitkor-
rosion der untenliegenden Kontaktflache der Anten-
nenschicht, woraus sich haufig eine Kontaktunterbre-
chung ergibt.

[0009] DE 101 08 930 A1 betrifft ein Verfahren zum
Herstellen eines Komponentenlayers mit aktiven
und/oder passiven Bauelementen zur Fertigung von
Chipkarten, wobei die Bauelemente in Ausstanzun-
gen oder Aussparungen einer Basisplatte oder -folie
aufgenommen und mittels eines Klebers fixiert sind.
Eine Antenne wird nicht gezeigt. Der Gegenstand der
DE 101 08 930 A1 ist auf das Verfillen von Ausstan-
zungen zum Auftragen beziehungsweise Erhalt einer
ebenen Deckschicht gerichtet. Hierflir wird eine Kle-
bertransferfolie zum Ubertragen von Klebstoffinseln
verwendet. Diese Klebertransferfolie wird anschlie-
Rend wieder abgezogen, um nun einen Overlay zum
Stufenausgleich aufzutragen. Die Klebstoffinseln
sind nicht als Kontaktkleber ausgebildet und werden
vor einer Druckbeaufschlagung zum Aufbringen der
Klebertransferfolie mit den darauf angeordneten
Klebstoffinseln nicht ausgehartet. Eine dauerhafte
Kontaktierung zwischen einem Chipmodul und Kon-
taktanschlissen einer Antenne wird — schon alleine
aufgrund des Fehlens einer Antenne — nicht gezeigt.

Aufgabenstellung

[0010] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Chipkarte mit einem ein-
gesetzten Chipmodul und einem in der Chipkarte in-
tegrierten leitfahigen Strukturkdrper, wie eine Anten-
ne, zu Verfigung zu stellen, die unter Verwendung
von Klebstoffanteilen eine elektrisch dauerhafte Ver-
bindung zwischen Chipmodul- und Kérperkontaktan-
schlussen selbst bei hoher und haufiger Biegebean-
spruchung unter Vermeidung einer Korrosion der
Kérperkontaktanschliisse sicherstellt sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung einer derartigen Chipkarte zur
Verfligung zu stellen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte mit
den Merkmalen gemaf Patentanspruch 1 und durch
ein Herstellungsverfahren mit Merkmalen gemaf Pa-
tentanspruch 5 geldst.

[0012] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt
darin, dass bei einer Chipkarte mit einem Kartenkor-
per, mindestens einer darin angeordneten Ausneh-
mung zur Aufnahme mindestens eines Chipmoduls
mit Modulanschlissen im Randbereich des Chipmo-
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duls und einem in den Kartenkorper eingebetteten
leitfahigen  Strukturkérper mit  Korperkontaktan-
schlissen, die unterhalb des Randbereichs des
Chipmoduls angeordnet sind, wobei bei eingebauten
Chipmodul zwischen den Modulanschlissen einer-
seits und den Korperkontaktanschliissen anderer-
seits Klebstoffteile aus leitfahigen Material unter
Druckbeaufschlagung zur Herstellung eines Kontakts
zwischen den Anschliissen angeordnet sind, diese
Klebstoffteile aus elastischen Material innerhalb von
Aussparungen des Kartenkdrpers derart punktweise
aufgetragen sind, dass sie im ausgehéarteten und
nicht ausgeharteten Zustand vor der Druckbeauf-
schlagung die Aussparungen in Chipkartenlangs-
und Chipkartenbreitenrichtung nicht ausfullen und
nach der Druckbeaufschlagung nahezu vollstandig
ausflllen, und in Chipkartenhéhenrichtung um 0,05 —
0,15 mm Ubersteigen. Nach dem Aushéarten der Kleb-
stoffteile wird also das Chipmodul in den Kartenkor-
per eingebaut, wodurch die Klebstoffteile als feder-
wirkende Puffer zwischen den Anschlissen zusam-
mengedruckt werden und aufgrund ihrer elastischen
Eigenschaften einen dauerhaften, flexiblen, elektri-
schen Kontakt zwischen den Modul- und Kérperkon-
taktanschlissen herstellen. Zudem wird eine Korrosi-
on der Kdrperkontaktanschlisse durch das anfangli-
che Auftrage der Klebstoffteile darauf dauerhaft ver-
mieden, welches den dauerhaften, elektrischen Kon-
takt zwischen den Modul- und Kérperkontaktan-
schliissen auch bei hoher Biegebeanspruchung der
Chipkarte zusatzlich fordert.

[0013] Durch die Verwendung eines vorzugsweise
zu Anfang flissigen und spéater vor Einbau des Chip-
moduls verfestigten hochgefiiliten Klebstoffes auf Si-
likonbasis wird nach Einbau des Chipmoduls ein
elektrisch leitfahiger Bump erhalten, der selbst bei
hoher und haufiger Biegebeanspruchung der Chip-
karte weder Risse aufweist noch einen Zwischen-
raum zwischen den Klebstoffsteilen und den Modul-
oder Koérperkontaktanschliissen entstehen lasst.

[0014] Die Klebstoffteile sind innerhalb Aussparun-
gen angeordnet, die in dem Kartenkérper unterhalb
des Randbereichs des Chipmoduls angeordnet sind
und bodenseitig mit den Korperkontaktanschliissen
abschlieBen. Derartige Aussparungen weisen eine
ausreichende VolumengroRe zur vollstandigen Auf-
nahme der Klebstoffteile unter Druckbeaufschlagung
auf.

[0015] Die Héhenabmessungen der Aussparungen
in Richtung des Kartenkdrperdickenverlaufs sind ge-
ringer als die Héhe der aufgetragenen Klebstoffteile
ohne Druckbeaufschlagung, also vor dem Einbau
des Chipmoduls. Durch die anfangs gegenulber obe-
ren Randbereichen der Aussparungen, in welchen
die Klebstoffteile angeordnet sind, héher ausgebilde-
ten Klebstoffteile in einem Bereich von 0,05 — 0,15
mm ist sichergestellt, dass nach dem Einbau des
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Chipmoduls einerseits eine vollstandige Ausfillung
der Aussparungen durch die Klebstoffteile und somit
der gewlinschte Federeffekt erhalten wird und ande-
rerseits die Klebstoffteile die Aussparung nach Ein-
bau des Chipmoduls nicht tiberragen.

[0016] Nach Einbau des Chipmoduls werden die
Klebstoffteile durch die Modulanschlisse des Chip-
moduls nach unten gedriickt und erfahren hierdurch
eine Ausdehnung in die Chipkartenlangs- und Chip-
kartenbreitenrichtungen. Sobald die Modulanschlis-
se auf dem oberen Randbereich der Aussparungen
aufsetzten, ist nahezu die gesamte VolumengroRRe
der Aussparungen mit den zusammengedrickten
Klebstoffteilen ausgefillt. Auf diese Weise wird eine
weitere Ausdehnung der Klebstoffteile selbst nach
langjahriger Benutzung der Chipkarte vermieden,
wodurch die Bildung von Zwischenraumen zwischen
den Modul- oder Kérperkontaktanschlissen und den
Klebstoffteilen aus elastischem Material vermieden
werden kann.

[0017] Weitere vorteilhafte Ausfiihrungsformen er-
geben sich aus den Unteranspriichen.

Ausfihrungsbeispiel

[0018] Vorteile und Zweckmaligkeiten sind der
nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der
Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Aus-
schnitts einer Chipkarte gemaR dem Stand der Tech-
nik;

[0020] Fig. 2 eine Draufsicht einer Ausnehmung zur
Aufnahme eines Chipmoduls einer Chipkarte geman
dem Stand der Technik;

[0021] Eig.3 eine Querschnittsansicht eines Aus-
schnitts einer Chipkarte gemal einer Ausfiihrungs-
form der Erfindung vor dem Einbau des Chipmoduls
und

[0022] Fig.4 eine Querschnittsansicht des Aus-
schnitts der Chipkarte gemaR der in Fig. 3 gezeigten
Ausfuhrungsform der Erfindung nach dem Einbau
des Chipmoduls.

[0023] Fig. 1 zeigtin einer Querschnittsansicht aus-
schnittsweise eine Chipkarte gemal® dem Stand der
Technik, bei der nach dem genannten ACF-Verfahren
ein Kartenkoérper 1, in welchem ein leitfahiger Struk-
turkérper, wie eine Antenne mit Antennenanschlis-
sen 2 angeordnet ist, mit einem Chipmodul 3 mittels
eines Heil’klebers verbunden ist. Das Chipmodul 3
weist an seiner Unterseite Modulanschlisse 3a auf,
die nach dem Einbau des Chipmoduls mit den Anten-
nenanschlissen 2 elektrisch verbunden sein mis-
sen.
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[0024] Zur elektrischen Verbindung der Anschlisse
2 und 3a sind in dem HeilRkleber 4 leitfahige Partikel
in Form von versilberten Glaskugeln 5 mit einem
Durchmesser von ca. 50 ym angeordnet, die im Zwi-
schenbereich zwischen den Anschlissen 2 und 3a
eine Kontaktierung der Anschlliisse bewirken, wie es
durch das Bezugszeichen 5a dargestellt wird.

[0025] Derartige nach dem ACF-Verfahren herge-
stellte Chipkarten weisen nach der Durchfihrung von
Biege- und Torsionstests einen deutlichen Qualitats-
verlust in der elektrischen Verbindung zwischen den
Anschlissen 2 und 3a bereits bei einer Biegebean-
spruchung von 750 bis 1000 Biegungen auf.

[0026] In Fig. 2 wird in einer Draufsicht eine inner-
halb eines hier nicht gezeigten Kartenkorpers ange-
ordnete Ausnehmung (Kavitat) fir die Aufnahme ei-
nes Chipmoduls zeigt, wie sie aus dem Stand der
Technik bekannt ist. Die Ausnehmung besteht aus ei-
ner Klebeflache 6 zum Verkleben des Chipmoduls mit
dem Kartenkdrper und einer etwas tiefer gesetzten
Flache 7, die genligend Freiraum fiir das an der Un-
terseite des Chipmoduls befindliche Die zur Verfi-
gung stellt. Auf diese Weise wird das Chipmodul so-
zusagend ,schwimmend" in dem Kartenkérper gela-
gert, mit dem es lediglich in seinem Randbereich fest
verbunden ist.

[0027] Zusatzliche Bohrungen 8 sind von der Klebe-
flache 6 abwarts laufend zu den darunter liegenden
Antennenanschlissen angeordnet, um darin leitfahi-
gen flussigen Kleber anzuordnen. Nach dem Dosie-
ren des Klebstoffes in den Bohrungen 8 wird unmittel-
bar darauf das Chipmodul auf die Klebeflache 6 ge-
setzt und durch Warmeeinwirkung eine Aushartung
der verwendeten Klebstoffe bewirkt.

[0028] Aufgrund des in den Bohrungen 8 vorhande-
nen leitfahigen Klebstoffes findet eine elektrische
Verbindung zwischen den hier nicht gezeigten Anten-
nenanschlissen und den hier nicht gezeigten daru-
ber liegenden Modulanschlissen des eingesetzten
Chipmoduls statt.

[0029] Derartige Klebstoffverbindung weist infolge
von Uberdehnung und Ermiidungserscheinungen
aufgrund auftretender dynamischer von aulRen auf
die Chipkarte wirkenden Belastungen Rissbildungen
auf.

[0030] In Fig.3 wird in einer Querschnittsansicht
ausschnittsweise eine Halfte einer Chipkarte geman
einer Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. In ei-
nem Kartenkorper 11 sind zwei unterschiedlich tiefe
Ausnehmungen 12a und 12b zur Aufnahme eines
Chipmoduls angeordnet. Innerhalb des Kartenkor-
pers 11 ist eine Antenne mit einem Antennenan-
schluss 13 einlaminiert, wobei der Antennenan-
schluss 13 unterhalb eines Randbereichs der Aus-
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nehmung 12a angeordnet ist.

[0031] In einer oberhalb des Antennenanschlusses
13 schlitzartig oder bohrungsartig angeordneten Aus-
sparung 15 innerhalb des Kartenkdrpers 11 ist ein
Klebstoffteil 14 aus elastischem, leitfahigem Material,
das vorzugsweise auf Silikon oder silikonartigem Ma-
terial basiert, mit einer Gesamthéhe 14a, 14b ange-
ordnet. Der H6henanteil 14b entspricht der H6he der
Aussparung 15, also dem Abstand von dem Anten-
nenanschluss 13 zu einem oberen Randbereich 15a
der Aussparung 15. Der Hohenanteil 14a entspricht
dem Abstand von dem oberen Randbereich 15a bis
zur Oberkante des Klebstoffteils 14 und betragt vor-
zugsweise 0,05 - 0,15 mm.

[0032] In Fig.4 wird in einer Querschnittsansicht
der Ausschnitt der in Fig. 3 gezeigten Chipkarte nach
dem Einbau der Chipkarte gezeigt. Gleiche oder
gleichbedeutende Bauteile sind mit denselben Be-
zugzeichen bezeichnet.

[0033] Nachdem ein Chipmodul mit Modulanschlis-
sen 17 und oberseitigen Kontaktflachen 18 im Rand-
bereich 16a des Chipmoduls 16 auf den Kartenkorper
11 gepresst und damit verklebt worden ist, wird der
Klebstoffteil 14 aus elastischem leitfahigem Material
in Richtung des Chipkartendickenverlaufs zusam-
mengedrickt und unter Druckbeaufschlagung an die
beiden Anschlisse 13 und 17 gepresst.

[0034] Die VolumengroRe der Aussparung 15 mit ih-
ren oberen Randbereich 15a und ihren seitlichen
Randbereichen 15b ist derart bemessen, dass der
Klebstoffteil 14 bei Aufliegen des Modulanschlusses
17 auf dem oberen Randbereich 15a der Aussparung
15 nahezu die gesamte Aussparung 15 ausflllt, so
dass ein Nachgeben des Klebstoffteils 14 in seitlicher
Richtung — also in Chipkartenlangs- oder Chipkarten-
breitenrichtung — selbst nach langjahriger Benutzung
der Chipkarte nicht moglich ist. Auf diese Weise wird
ein dauerhafter elektrischer Kontakt des leitfahigen,
elastischen Klebstoffteils zu den Modul- und Anten-
nenanschliissen 13 und 17 aufrechterhalten.

[0035] Die hier gezeigte erfindungsgemafle Chip-
karte und das damit verbundene Herstellungsverfah-
ren weisen gegenuber Chipkarten und Verfahren, bei
denen HeilRkleber verwendet werden, weiterhin den
Vorteil auf, dass im Falle einer Auftragung von zuviel
Klebstoffteilen kein seitliches Austreten und Verunrei-
nigen der Kartenoberflache beim Implantieren des
Chipmoduls mdglich ist, da die Klebstoffteile bereits
vor dem Einbau des Chipmoduls ausgehartet sind.

5/8

Bezugszeichenliste

1 Kartenkorper
2 Kontaktanschluss einer Antenne
3 Chipmodul
4 HeilRkleber
5, 5a versilberte Glaskugeln
6 Klebeflache
7 untere Ausnehmungsflache
8 Bohrungen
1 Kartenkorper
12a, 12b Ausnehmungen
13 Antennenanschluss
14 Klebstoffteil
14a, 14b Hohe des Klebstoffteils
15 Aussparung
15a oberer Randbereich der Aussparung
15b seitliche Rander der Aussparung
16 Chipmodul
17 Modulanschluss
18 oberseitige Kontaktflache des Chipmo-
duls
Patentanspriiche

1. Chipkarte mit einem Kartenkérper (11), min-
destens einer darin angeordneten Ausnehmung
(12a, 12b) zur Aufnahme mindestens eines Chipmo-
duls (16) mit Modulanschlissen (17) im Randbereich
(16a) des Chipmoduls (16) und einem in den Karten-
korper (11) eingebetteten leitfahigen Strukturkorper
mit Kérperkontaktanschlissen (13), insbesondere ei-
ner Antenne mit Antennenanschliissen, die unterhalb
des Randbereichs (16a) des Chipmoduls (16) ange-
ordnet sind, wobei bei eingebautem Chipmodul (16)
zwischen den Modulanschlissen (17) einerseits und
den Korperkontaktanschlissen (13) anderseits Kleb-
stoffteile (14) aus leitfahigem Material unter Druckbe-
aufschlagung zur Herstellung eines Kontakts zwi-
schen den Anschlissen (13, 17) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstoffteile
(14) aus elastischem Material innerhalb von Ausspa-
rungen (15) des Kartenkérpers (11) derart punktwei-
se aufgetragen sind, dass sie im ausgeharteten und
nicht ausgeharteten Zustand vor der Druckbeauf-
schlagung die Aussparungen (15) in Chipkarten-
langs- und Chipkartenbreitenrichtung nicht ausfillen
und nach der Druckbeaufschlagung nahezu vollstan-
dig ausfillen und in Chipkartenhéhenrichtung um
0,05 - 0,15 mm Ubersteigen.

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparungen (15) in den Karten-
korper (11) unterhalb des Randbereichs (16a) des
Chipmoduls (16) angeordnet sind und bodenseitig
mit den Korperkontaktanschliissen (13) abschliefden.

3. Chipkarte nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparungen (15) eine ausrei-
chende VolumengrofRe zur vollstandigen Aufnahme
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der Klebstoffteile (14) unter Druckbeaufschlagung
aufweisen.

4. Chipkarte nach einem der vorangegangenen
Anspriche, dadurch gekennzeichnet dass die Kleb-
stoffteile (14) vorrangig entlang des Kartenkorperdi-
ckenverlaufs als federwirkende Puffer ausgebildet
sind.

5. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten mit
einem Kartenkorper (11), mindestens einer darin an-
geordneten Ausnehmung (12a, 12b) zur Aufnahme
mindestens eines Chipmoduls (16) mit Modulan-
schlissen (17) im Randbereich (16a) des Chipmo-
duls (16) und einem in den Kartenkdrper (11) einge-
betteten leitfahigen Strukturkérper mit Kérperkontak-
tanschlissen (13), insbesondere einer Antenne mit
Antennenanschlissen, die unterhalb des Randbe-
reichs (16a) des Chipmoduls (16) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet dass vor dem Einbau des
Chipmoduls (11) Klebstoffteile (14) aus elastischem,
leitfahigen Material auf die Kdrperkontaktanschliisse
(13) und/oder die Modulanschlisse (17) innerhalb
von Aussparungen (15) des Kartenkdrpers (11) der-
art punktweise aufgetragen und ausgehartet lassen
werden, dass sie im ausgeharteten Zustand vor der
Druckbeaufschlagung die Aussparungen (15) in
Chipkartenlangs- und Chipkartenbreitenrichtung
nicht ausfillen und in Chipkartenhéhenrichtung tber-
steigen, und anschlieend das Chipmodul (11) unter
Druckbeaufschlagung der Klebstoffteile (14) aus
elastischem Material in den Kartenkdrper (11) derart
eingebaut wird, dass die Klebstoffteile (14) die nahe-
zu gesamten Aussparungen (15) vollstandig ausfil-
len, jedoch nicht obere Randbereiche (15a) der Aus-
sparungen (15) um 0,05 — 0,15 mm Ubersteigen, um
als federwirkende Puffer einen dauerhaften Kontakt
zwischen den Chipmodul- und Koérperkontaktan-
schlussen (13, 17) herzustellen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

Frg. 2
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Fze
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